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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CE! est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien 1’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs 4 ce travail de révision, a ’établis-
sement des éditions révisées et aux mises & jour peuvent étre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant
les documents ci-dessous:

Bulletin de 1a CE1

Annuaire de la CEI

Revision of this publication

The technical content of I EC publications is kept under con-
stant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-

tions and amendment sheets may be obtained from I EC National
Committees and from the following I EC sources:

® I1EC Bulletin

® IEC Yearbook

Catalogue[des publications de Ia CET
Publié anrjuellement

Terminologie

En ce qui con
tera 4 la Publica
International (M
traitant chacun

cerne la terminologie générale, le lecteur se repor-
ition 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique
EI), qui est établie sous forme de chapitres séparés
i’un sujet défini, I'Index général étant publié sépa-

rément. Des défails complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur

demande.

Les termes et
ont été soit repr

de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les syn

définitions figurant dans la présente puglication
s du VEI, soit spécifiquement approuvés au

d’usage général japprouvés par la CEI, I¢

— la Publicatig
électrotechn
— la Pubilicatig
mandés.

n 27 de la €
que;
n 117 de la

@ Catalogue of I EC Publications
Published yearly

Terminology

1EC Publica-
1EV), which is
ers each dealing|with a specific
e booklet. Full

itions contained in the presgnt publication
eeither\been taken from the IEV or have bepn specifically

or graphical symbols, and letter symbols and sjgns approved
by the 1 EC for general use, readers are referred tq:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— IEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

Les symboles
été soit repris d
quement appro

abliés par le méme

Publications fe la CEI¢
Comité d’Etufles

The symbols and signs contained in the prese
have either been taken from I EC Publications 27 g
been specifically approved for the purpose of this

I1EC publications prepared by the same
Technical Committee

ht publication
r 117, or have
publication.

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumeére les publications de la CEI préparées par le Comité
d’Etudes qui a établi la présente publication.

The attention of readers is drawn to the inside of the back cover,
which lists I EC publications issued by the Technical Committee
which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ORDRE MODULAIRE
POUR LE DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES MECANIQUES POUR
LES INFRASTRUCTURES ELECTRONIQUES

Partie zéro: Guide pour les utilisateurs de la Publication 917 de la CEI

PREAMBULE

1)| Les décisions ou accords officiels de la CEI
questions techniques, préparés par des Comltes d t repré-
sentés tous les Comités nationaux s'intéressan S Westions,
expriment dans la plus grande mesure possibTe 9 1 rnational
sur les sujets examinés.

2) Ces dec1s1ons constituent des recommandza

3)| Dans le but d'encourager 1l'unificata 3 , la CE] exprime
le voeu que tous les Comités nafionaux ao--ten dans leurns régles
nationales le texte de la recommandati Y, dans la mesure ol
les conditions nationales le Z aute  divergence |entre la
recommandation de la CEI 2 e correspondante doit,
dans la mesure du possible i Be ermes clairs dans cette
derniére.

| a présente : : Ie Sous-Comité d'Etudes| n°® 48D:
Structures mécani i : du Comité |d'Etudes
n°l 48, de la »ats électromécaniques pour équipemepts élec-
troniques

Publication 917 de la CEl pqrtera le

stitue la partie zéro de la Publicatiorl 917 de

cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

48D BCI17 48D(BC)19

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor-
mation sur le vote ayant abouti & I'approbation de cette norme.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n®% 916 (1988): Structures mécaniques pour équipement
électronique. Terminologie.

917 (1988): Ordre modulaire pour le développement des
structures mécaniques pour les infrastruc-
tures électroniques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MODULAR ORDER
FOR THE DEVELOPMENT OF MECHANICAL STRUCTURES FOR
ELECTRONIC EQUIPMENT PRACTICES

Part 0: Guide for the users of IEC Publication 917

FOREWORD

1) The |formal decisions or agreements of the IEC on technica
predared by Technical Committees on which all the o]
having a special interest therein are represented,
as possible, an international consensus of opiy
deallt with.

2) They have the form of recommendations for i
are l[accepted by the National Committees in t

3) In order to promote international unifica P axpresses [the
wish that all National Committees should adopt 3 IEC
recgmmendation for their national rules i gon-—
ditijons will permit. Any divergence be retommendation |and
the |corresponding national rules shg s pessible, be clegrly
indilcated in the latter.

This g$tandard has been Sub-Committee 48D: Mechanlical
Structurtes for Electkronis i C Technical Committee No. (48:
Electromechanical C ‘ ronic Equipment.

The next edition birsation 917 will be numbered as 917-1.

IEC Publication 917.

standard is based upon the following documents:

é}x Months' Rule Report on Voting
48D(C0)>17 48D(C0)19

Full information on the voting for.the approval of this standard can be
found in the Voting Report indicated in the above table.

The following IEC publications are guoted in this standard:

Publications Nos. 916 (1988): Mechanical structures for electronic
equipment. Terminology.

917 (1988): Modular order for the development of
mechanical structures for electronic
equipment practices.
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ORDRE MODULAIRE

917-0 ® CEI

POUR LE DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES MECANIQUES POUR

LES INFRASTRUCTURES ELECTRONIQUES

Partie zéro: Guide pour les utilisateurs de la Publication 917 de

Domaine d'application

la CEI

Le présent guide est destiné a aider les utilisateurs (d
modulaire en ce qui concerne ses applications avec lquies
typiques d'infrastructures électroniques.

En outre, des informations sur l'interfa

techniques ainsi que sur les aspects de
tion moderne ont été inclus.

Objet

les dimensions d'intlerfaee i

le pouvoir de définir les dimensions de cod

éfice des fabricants, des fournisseurs et ¢

voir aussi le Guide 103 de la CEl et l'article
i 917 de la CEIl).

b |'ordre
exemples

2]

domaines

e |3 concep-

regles de
domaine
re modu-
la Publi-
regles;
bivent en
rdination

les utili-
1 de la
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MODULAR ORDER

FOR THE DEVELOPMENT OF MECHANICAL STRUCTURES FOR

ELECTRONIC EQUIPMENT PRACTICES

Part 0: Guide for the users of |IEC Publication 917

1. Scop

Thi

ing
of e

In
tech

2. Object

TH
mod

e

ectronic equipment practices.

addition, information on interfaces to
nhology and advanced design aspects is i

is guide shall support

compatibility of
bn the basis, of

misinterpyetati
bvoide

ic advantages mentioned in IEC Pu
d when using the rules;

standardization committees should

suppliers and users (see also IEC Guide 103
Publication 917).

rd-
Mes

on

the

eld

be

bli-

of
and
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Information générale de base
Structures des infrastructures électroniques

La figure 1 présente les quatre niveaux d'infrastructure électro-
niques connus actuellement. Les exemples discutés dans {'article 4 sont
pris dans ces infrastructures.

Il doit &tre compris que l'ordre modulaire ne s'applique pas unique-
ment a ce type de structure mais également a toute autre sorte de
structure de nouvelles infrastructures électroniques pour lesquelles
une grille modulaire avec des pas métriques et des dimensions de
coordination peut étre utilisée.

Pour la terminologie spécifique aux infrastructur electironiques,
voir la Publication 916 de la CEI.

Niveau 4 — Enveloppes

Niveau 3 — Bacs a cartes

Niveau 2 — Unités enfichables

Niveau 1 — Composants mécaniques

114/89

KIG? - Niveaux de structure des infrastructures électropiques.
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3.
3.1

General and background information
Structures of electronic equipment practices

Iin Figure 1, the four structure levels of presently known electronic
equipment practices are outlined. The examples discussed in Clause 4
are taken from these structures.

It should be understood that the modular order not only covers this
kind of structure, but also any other structure of new electronic
equipment practice designs where a modular grid with metric pitches
and co-ordination dimensions can be allocated.

For specific electronic equipment practice terms, {see C\ij“-
catipn 916.

— || === =} =

Level 4 — Enclosures

Level 3 -~ Subracks

— Piece parts

114/89

Structure levels of electronic equipment practice.
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3.2 Coordination dimensionnelle avec des domaines techniques adjacents
Il convient, en développant une nouvelle infrastructure électronique,

de tenir compte des interfaces internes et externes.

Le tableau | donne un état des publications de I'ISO et de la CEI
qu'il convient de consulter pour déterminer des dimensions de coordi-
nation a donner a des interfaces.

TABLEAU | - Publications contenant des dimensions modulaires
standardisées et/ou documents annexes

Publication Titre Dimensions de

coordination (mm)
—

IS0 2848 Construction immobiliére - Coordination modulaite - -
Principes et régles. (Deuxidme édition, 198

IS0 1791 Construction immobiliére - Coordination ire -
Vocabulaire. (Deuxiéme é&dition, 1983)

IS0 1006 Construction immobiliére - Coordination 190
Module de base. 1

IS0 6514 Construction immobiliére - Coord 20, 2§, B0
Accroissements inframodulaires
19821}

IS0 1040 Construction immobiliére 300, 600, 1 200,
Multi-modules pour dim 1 500,/ 3 000, 6 000
zontale. (Deuxiéme &ditign

IS0 3394 Dimensions rigides -~ 600 x KOO ....
Emballages 1 200 x 800 ....

IS0 3676 1 200 x 800 ....

IS0 3827-1 : 50, 100, 300

- Partie I:
dimensionnelle.
f\
CEI Guide 1 coo) 1nat10n dimensionnelle. 0,5, 1f, 2,5 ....
(]{6‘5\ (Prem 980] (systame I)

CEI\\Qf/ grille pour circuits imprimés. 0,05, 0,5

dition, 1970.) (Voir note)

CEI { 337~ aires/ de commande (appareils de connexion a

1on pour des circuits de commande et des
its auxiliaires, y compris les contacteurs
aires). Troisiéme complément: Section cing:
Voysnts lumineux. Section six: Normalisation du trou 2,5t 5
de fixation des boutons-poussoirs et des voyants
lumineux fixés en un seul trou.

c 255%18 | Relais électriques, Dix-huitidme partie: Dimensions
des relais de tout-ou-rien d'usage général.

CEI 629 Feuilles de normes pour un systé&me modulaire (pour

-.n"l- —ll-nnl 'I'l J--;-.n 'l:'\l e «I;:l:na-&-nn .-l-.n.- 'In-
installations domesthues et similaires).
(Premiére &dition, 1978)

CEXI 473 Dimensions pour appareils de mesure électriques
indicateurs et enregistreurs de tableau. 12,5
{Premiére édition, 1974)

CEI 668 Dimensions de surfaces et des ajourages a prévoir
pour les appareils de mesure et commande montés en
tableaux ou en tiroirs dans les processus indus-
triels. (Premiére édition, 1980)

CEI 297-2 Dimensions des structures mécaniques de la série 100
de 482,6 {19 in), Deuxiéme partie: Armoires et pas
des structures. (Premidre &dition, 1982}

Note.- La Publication 97 de la CEI est en cours de révision. Les dimensions addition-

nelles de grille proposées sont compatibles avec l'ordre modulaire pour les
infrastructures électroniques.
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3.2 Dimensional co-ordination with adjacent technical fields
Developing a new electronic practice requires the consideration of

external and internal interfaces.

Table | gives an overview of I1SO and IEC publications that should
be considered when relevant co-ordination dimensions for common
interfaces have to be determined.

TABLE | - Publications containing standardized modular
dimensions and/or related documents

: : - Co-ordination
Titl
Publication e drﬁs)qws Timm))
ISO| 2848 Building construction - Modular co-ordination -
Principles and rules. (Second edition, 1984)
IS0| 1791 Building construction - Modular co-ordination
Vocabulary. (Second edition, 1983)
1S0| 1006 Building construction - Modular co-ordination
Basic module. (Second edition, 1983}
ISO| 6514 Building construction - Modular co-ordination
Sub-modular increments. (First edition 9
ISO| 1040 Building construction - Modular cotordinag'ti 0, 600, 1 200}
Multimodules for horizontal co-6rdinat 1 500, 3 000, 6|000
sions. (Second editig
ISC| 3394 600 x 400 ....
1 200 x 800 ...
ISO| 3676 1 200 x 800 ...
IS0| 3827-1 50, 100, 300
IEC|Guide 0,6, 1, 2,5 ...
103 (system I3}
IEC| 97 0,05, 0,5
see Note)
IEC| 337-2C -voltage switching devices for
xiliary circuits, including contactor
supplement: Section Five: Indicator
Six: Standardization of fixing hole 2,5 and 5
hole mounted push-buttons and indicator
IEC| 255-18 ‘N Elec}rical relays, Part 18: Dimensions for general
puvpose all-or-nothing relays.
IEC| 629 Standard sheets for a modular system (for instal-
lation accessories for use in domestic and similar
installations). (First edition, 1978)
IEC 473 Dimensions for panel-mounted indicating and re-
cording electrical measuring instruments. 12,5
(First edition, 1974)
IEC 668 Dimensions of panel areas and cut-outs for panel
and rack-mounted industrial-process measurement
and control instruments. (First edition, 1980}
IEC 297-2 Dimensions of mechanical structures of the 482.6 mm | 100
(19 in} series, Part 2: Cabinets and pitches of
rack structures. (First edition, 1982)
Note.- IEC Publication 97 is under revision. The additional grid dimensions proposed are

compatible with the modular order for electronic equipment practices.
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Les interfaces les plus importantes relatives aux infrastructures

électroniques sont:

Interfaces externes

Immeubles avec leur équipement, tel que portes, ascenseurs, dalles
de sol et de plafond, etc.

Emballage et transport, par exemple palettes et conteneurs, par
route, air, mer.

Installation simultanée d'équipements divers, par exemple commu-
tation, transmission, alimentation de puissance, équipement de
processus industriel, etc.

q

[

Interfaces internes

mine les caractéristiq
ctronique. Pour ces
coordination comme un
avec des domaines tec

hesure de'l’'énergie
electrigue et de

ommande des charges
£

Circuits imprimés, connecteurs, composant ctromécanigues.

Composants semi-conducteurs.

Cablage et cables.

- Unités fonctionnelles, telles que con DC, ipstruments
de mesure et de commande, fu
On doit tenir compte de bea es\interfaces quand|on déter-

pour un systeme éle-
dutiliser des dimensions de
compatibilité dimensionnelle

La figure indi itésVde normalisation actuels pour la
coordination inteérfaces externes et internes
Q Batiment
) ISO 1
onstruction naya 1SQ'38 SO OO$,C150;10, 6514 CEI CE 52 Circuits imprimés

électroniques

CEICE47

CEfCE 17
CEICE 13-§

Structures mécaniques pour

équipement électronique

AN

/ SC48D

Instrumentation CEICE 45/ CEICE 48 mécaniques pour équi-
nucléaire i
Radiocommunications CEICE 12 CEICE 41 Relais électriques

. . Mesure et commande
Equipement électrique CEICE 44 ISO 3394, 3676
des machines industrielles TC 122 CEICE 65 .dans Ie§ processus

Transport industriels
FIG. 2. - Comités de normalisation CEl et I1SO de domaines

techniques adjacents.

Condensateurs et résis-
CEICE 40| tances pour équipements

Dispositifs a
semiconducteurs

Composants électro-

pements électroniques
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The most important interfaces to electronic equipment practice are:

External interfaces

- Buildings with their room facilities e.g. doors, elevators, tiles on
floor and ceiling, etc.

- Packaging and transport, e.g. pallets and containers for lorries,
ships and air carriers.

- Joint installation of various equipment, e.g. switching and
transmission, power supply, industrial process equipment, etc.

Internal interfaces
- Printed circuits, connectors, electromechanical compone
- Semiconductor components.
- | Wiring and cables.

- Functional units such as AC/DC conve ’ : and control
"~ | instruments, fusing etc.

=
1)
3
<
[*]
w—,
~
=2
O
n
(1]
S.
~
®
i
-y
o0
(9}
®
w
>
Q
<
o
~+
(o]
lon
o
(9}
[*]
w
Q.
o
~3

specifying| the
ronic systems. | For

requirements of any equipment pr
i used as a means to

sugh interfaces co-ordinatiofn dime

Higure 2 shows 3 committees for | the
dinjensional co-or i

BUlding
006, 1040, 6514
TC 59

Shipbuilding IEC TC 62 Prjnted circuits

Capacitors andl resistors for

itc r .
Switchgear and electronic equ|pment

IECTC 40

Equipment for jectrical
energy measurgment and
load control

IECTC 47 Semicondlictor devices

Mechanical structures for
. . r

/
SC48D \

Electromechanical
IEC TC 48 components for
electronic equipment

Nuclear instrumentation IECTC 45

Radiocommunications IECTC 12 IECTC 41 Electrical relays

. R ISO 3394, 3676 Industrial process
Electrical equipment of IEC TC 44 ¢
industrial machines - TC 122 IEC TC 65 measurement and
Transport control
115/89
FIG. 2. - IEC and ISO standardization committees of adjacent

technical fields.
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3.3 Aspects de la technologie et du développement relatifs
d l'ordre modulaire

Si les regles de l'ordre modulaire sont observées, |'étude se trouvera
simplifiée par la standardisation effective des encombrements. Le
volume nécessaire en mémoire et les durées de traitement en ordinateur
se trouvent réduits. L'ordonnancement, de la planification a !'instal-
lation, et |'entretien peuvent étre optimisés.

En définissant des dimensions suivant |'ordre modulaire, il convient
de tenir compte des exigences des technologies modernes (voir
figure 3).

Ao
F Technologi ] Ti\\%&\l&

N

Intégration élevée {LSI, VLSI) Productlon —  {Ventes
Vitesse de calcul élevée
TMS (technologie de montage
en surface)
'Term‘lnalso‘ns mulltlac'tlves L Préfabrication Plpnification
Systgmes a b'us elargis Installation MEnutention
Circuits multicouches Q Test Edtretien
Méthode de connecti
pressage
Soudage par refysion \
CEM (compatibilit ) ! 1
magnétique) Terminaux _ Term|r~.aux‘ —— Terminaux
DES (dég ; Table tracante Machines a CN

Testeur aCN

N \_ ),

116/89

FIG\ 3. Aspests relatifs a des conceptions modernes d'infrastructures.
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3.3 Technology and development aspects related to the modular order

If the modular order rules are obeyed the design can be simplified
by effective standardization of sizes. Memory volume and processing
time in computer data handling, ranging from planning to installation
and maintenance, can be optimized.

When defining the dimensions under the rules of the modular order,
one should also consider the requirements of advanced technologies
(see Figure 3).

{ fechnology aspects ] { Data-handling a%ec\%\

@mcx—}——. Sales

Higher iftegration (LSI, VLSI)
Higher pfocessing speeds
SMT—SuI)ace mounting technology

Multipurpose terminations Prefabrication Planning
Larger byis systems Installation Handling
Multilay¢r printed boards Testing Maintenance
Press-infconnection methods
Reflow doldering (\
EMC-Eldctromagnetic compatibilit
ESD-Elegtrostatic discharge Terminals Terminals
NC machines
NC tester

. S

IG. ec r advanced equipment practice design.

J

116/89

-
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3.4 Préparation des normes pour de nouvelles infrastructures

Il convient que les normes de la CEl pour des
congues selon la Publication 917 de la CEI
niveaux suivants (voir figure 4):

Norme générique

917-0 @ CEI

infrastructures
soient fondées sur

les

La norme générique pour toutes les nouvelles infrastructures est la

publication 917 de la CEI.

Norme intermeédiaire

générique) pour les hauteurs, les largeurs,
peut exister plus d'une norme intermédiaire,

Syructures mécaniques
pour équipement
électronique
Terminologie

1

[ [ L

Publication CEl GHJ-1
Norme intermédiaire

PublicAtion\GEl DEF-1
orme intgrmédiaire

Publication CEl 1
Norme intermédiai
: )

Dimensions de coordination

DMe coordination
ur

— I

Autres norm
si ndcessaire

Elle décrit une infrastructure particuliére, 3 l'intérieur du domaine
A} . » t ” ”, - .

fermédiaire
s la norme
s, etc. |l

ec un pas

astructure

décrite dans ia norme intermédiaire peut étre
composé d'armoires, de consoles, , d'unités enfichables
etc., et les détails peuvent dinmiensions, tolérances et
autres exigences partitulié ondition que la compatibilité

‘;:r_ql
I

ps intermédiaires I

L—e— -

] 1 [ pour |
les infrastructures DEF I'équipement GHJ ............. |
g ondéessur20mm b Hl L
Rublication.CEl ABC-\) Publication CEl DEF-2 Publication CEl GHJ-2
Norme partictligre Norme particuliére Norme particuliére
Tous détails du Tousdétailsdu | ] [
roduit ABC-2 produit DEF-2 ] | |
Publication CEl ABC-3 Publication CEI DEF-3 | {Fﬁi&ioﬁ?ﬂ‘éﬁ?
Norme particuliére Norme particuliére | J
Tous détails du Tous détails du | jl ------------------------------ i
't ABC.3 od 't DEF.3 ..............................
produi produi | L )
Publication CEl ABC-4 Publication CEl DEF-4 { i_ ______ "‘I
Norme particuliére Norme particuliére |
Tous détails du Tous détails du H |
roduit ABC-4 roduit DEF-4
L | | b -
|
| P—————— | m————— -
| ] |l |
— l—{ |
| Autres normes particuliéres
si nécessaire
FIG. 4. - Niveau de normes pour infrastructures.
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Preparation of standards for new equipment practices

IEC standards for equipment practices to be prepared in accordance
with IEC Publication 917 should be based on the following levels (see

Figure 4).

Generic standard

The generic standard for all new equipment practices is |[EC Publi-

cation 917.

Sectional standards

generic standard. In a sectional standard,

(selected from the generic standard) shall be
dimensions, e.g. for height, width, depth, and
more than one sectional standard, e.g. with
a mounting pitch 20 mm.

Detail standards

They standardize a unit or a sdb-unit equipment
described in the relevant hese units
cabinets, subracks, plug>i . and the det
be dimensions, tolerances, under the pres
that mechanical compatibili ‘

AN

\l;g)ubl. 916
chanical structures

of the
ensions
tandard
may be
b mm or

bractice
may be
hils can
umption

:I'_—_;

tandards l
ry
I

_————

-I

for electronic equipment
Q @eneric anda}& Terminology
Ir nj
D — —I_ — —
IEC publication ABG-1 C Publicatioh DEF-1 IEC Publication GHJ-1 r ar
Sectjonal standard Seutional standard Sectional standard I I I
_| Co-ofdination dimensi FJ o-ordination dimensions _| Co-ordination dimensions Further sectional
for fo for I as necessg
ABC|Equipment\Pra DEF-Equipment Practice GHJ-Equipment ............. | l l
basefd on25 m \ basedon 20mm | Il L J u
IEC Publ, ABC-2 {EC Publ. DEF-2 IEC Publ. GHJ-2
De¢tail standard Detail standard Detail standard
alldaetailcefor Heel H4
product ABC-2 product DEF-2 I ........................
IEC Publ, ABC 3 [EC Publ. DEF-3 | r_lE(TPEEf.Eﬁ-S_—‘
Detail standard Detail standard 'L 1 Jl
all details for all details for RS !
product ABC-3 product DEF-3 l I
I -
IEC Publ. ABC 4 [EC Publ. DEF-4 { r —————— _}
Detail standard Detail standard H |
| all details for all details for | | |
roduct ABC-4 roduct DEF-4
l p } p bl 1
|
I t R
' l_{ |

Further detail standards
as necessary

FIG. 4. - Levels of equipment practice standards.
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4. Comment utiliser les régles de l'ordre modulaire

Les explications et exemples qui suivent se rapportent aux articles,
spécifiques de la Publication 917 de la CEI.

4.1 Grille modulaire - Paragraphe 6.1 de la Publication 917 de la CEI

Le choix de la grille modulaire avec ses pas de base et pas multiples
dépend des différents niveaux de l'infrastructure selon la figure 1 et
des interfaces externes et internes (voir paragraphe 3.2 et Publi-
cation 917 de la CEl, figure 7).

Il convient que la grille modulaire soit également une grille pour la
i isté i ‘onigine -doit

étre défini (voir par exemple figure 6).
4.2 Pas de montage et dimensions de coordination
graphes 6.2.2 et 6.3 de la Publication 917

(Voir figure 5.)

Définition de pas de montage pour |
enfichables avec différentes valeurs

largeur d'unités

0
gl S eeiem

pm = F xp

Py

Ny
}m/l, Fs Py C3s C,» Cy Pt € sont
cointenus dans le tabieau I de

ecommands la Publication 917 de [la CEI.
n est un nombre entier|

pmys Fy py Cos C et C, sont
contenus dans le tablepu I de la
Publication 917 de la [EI.

ecommandé n est un nombre entier|
€y n'est pas une val recom-
mandée, mais un multiplle du pas
de base 0,5

Cs et Cg ne sont pas pontenus

Non recom- dans le tableau I de lh Publica-
tion 917 de la CEI, majis ce sont

mais autorisél 4oo multiples du pas base 0,5

Ci0 = 13 x 22,6 = 292,5 pm, > Fy Chg et Ciy ne ont pas
Ci/ = 9 x 22,6 = 202,5 contenus éans le” "tablpau I de la
Publication 917 de la [EI.
Cy =Cyg + Cyy = 495 Non autorisé | Note.- Si pm, (22,5) était rem-
’ placé par Z,g, on obtipntrait les
mémes valeurs pour C, | et C,, et
nome P 102 "1
pmg = 20 C12 = 12 x 20 = 240 Le facteur n pour C14 n'est pas
=8 x 2,6 Ciz = 8 x 20 = 160 un nombre entier.
Cip = 4,75 x 20 = 95 : 2 | Note.- Si pm. (20) était remplacé
14 Non autorisé par 5, on ob%iendrait les mémes
Co = €y5%Cy3%Cy4 = 495 I?leurs pour cl%’ ¥3 ?t'cl4 et
exemple seralt autorisé
pm, = 45 Cyg = 2,5 x 46 = 112,56 pm. n'est pas conteng daps le
=18 x 2,6 | Cj. = 8,5 x 45 = 382,5 iagleau I de la Publication 917
Non autorisé | de la CEIX.
Co = C15 + C16 = 695 Les facteurs n pour C1 ?t 616 ne
sont pas des nombres entiers
FIG. 5. - Définition de pas de montage pour |'implantation en largeur

d'unités enfichables avec différentes valeurs.
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4.

4.1

How to use the rules of the modular order

The following explanations

- 19 -

clauses of |EC Publication 917.

and examples

are related to specific

Modular grid, IEC Publication 917, Sub-clause 6.1

The choice of the modular grid with its base and multiple pitches is
dependent on the different levels of equipment practice according to
Figure 1 and the external and internal interfaces (see Sub-clause 3.2
and IEC Publication 917, Figure 7).

The modular grid should also be the basis for computer-aided engin-

egring where a common origin is to be determined (see e 6).
4.2 Mounting pitches and co-ordination dimensions ac
dlauses 6.2.2 and 6.3 of IEC Publication 917
(See Figure 5.)
To define mounting pitches for the arc 5 in a
sUbrack in the horizontal direction, wi
7\ jjj? N
= - N y
mp FFxp Ci—nxp/\ Aﬂ&l)‘S () N> Reasons
mp; =| 10 C; =12 x 10 = 120 \::éi/F, Py €15 C,5 € and Qo are
=4 x 2,5 C, =30 x 10 = 300 Phreforred i uded in Table I, of IEQ
Cz; = 8x10 = 80 Publication 917.
( n = integer
Co = C1+ +C3 = 500 -\
mp, = 15 C, = xﬁ\@ 120 N\, mp,» Fs Ps» Cg» Cg and C, are
6 x 2,5 | cgrn20%15\= 300 inéluded in Tabld I of fEC
4}?\Qi =\7 Publication 917.
referred n = integer.
C. is not preferred value, pbut
a multiple of the base pitch 0,5
mpg =| 15 €, and Cg are not included in
=& x 25 Not preferred| Table I of IEC Publication (917
but allowed but they are multiples of base
pitCh 0,5
mp, = ,5\<:§\ \\Ib\:\£> X 22,56 = 292,5 mp,> F» C10 and C 1 are nqt
=] 9 x2,5 9 x 22,5 = 202,5 included 19 Table 1'of IEC
Publication 917.
\ED;E c10 + C11 = 495 Not allowed Note.- If mp, = 2255 replaced
by 2,5, the same results fdr
C.,n and C., could be achievied
and the example would be allowed
mpg = 20 Cl2 = 12 x 20 = 260 Factor n for Cl4 is not an
=8 x 2,5 Ciz = 8 x 20 = 160 integer.
Clg = %>75 x 20 = 95 Not allowed Note.- If mpg = 20 replaced by 5,
the same results for Cy20 Ci3 and
Co C1,+Cy3#Cy, = 495 Cy could be achieved and fﬁe
example would be allowed
mp, = 45 Ci5 = 2,5 x 45 = 112,5 mp, is not included in Table I
= 18 x 2,5 C16 = 8,56 x 45 = 382,5 of IEC Publication 917.
Not allowed
Co = Cyg * Cyq = 495 Factqrs n for Ci5 and Cyq are
not integers
FIG. 5. - Partitioning of a given co-ordination dimension C with

different mounting pitches.
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4.3 Dimensions de coordination selon le paragraphe 6.2.2 et le tableau |
du paragraphe 6.3 de la Publication 917 de la CEl

Le choix des dimensions de coordination C dépend:

- des interfaces externes et internes, comme décrites au paragra-
phe 3.2 et au tableau |, et/ou de contraintes spécifiques a certains
secteurs d'activité;

- des régles pour les structures mécaniques suivant les exigences de
modularité et d'espace disponible pour l'implantation d'éléments ou

d'ensembles:

e

Txternes avec les batiment
[

Ci = n. x pm
Dans le cas ou deux pas de montage, pm,; et , \sO ilipés, la
formule suivante s'applique:
C = (Cn x pmy) £ (
Exemple: figure 6
Pour définir les dime pour les interfaces

eurs équipements suivant
de montage choisi est:

3394 et le Guide 103 de la CEI.

Remarque Raison

C, est contenu dans le tableau I|de la

Publication 917 de la CEI

Recommandé

C, n'est pas contenu dans le tableau I
de la Publication 917 de la CEI, |mais
est un multiple du pas de base 0}5

Non recommandé
mais autorisé

1 650

C,”= 5,56 x 300 =

Non autorisé C, n'‘est pas contenu dans le tableau I

dé la Publication 917 de la CEIX et le
facteur n n'est pas un nombre entier

C, = 5,502 x 300 =

4

1 650,6

C, n'est pas contenu dans le tableau I
de la Publication 917 de la CEI et n'est
pas un multiple du pas de base 0,5. Le
facteur n n'est pas un nombre entier

Non autorisé

FIG. 6. -

Dimensions de coordination pour
I'équipement d'une salle.
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4.3 Co-
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ordination dimensions, according to |EC Publication 917,

Sub-clauses 6.2.2 and 6.3, Table |

The choice of co-ordination dimensions C depends on:

In
ing

Example: Figure 6

To define the co-ordinatio
buildings with their rooms ar

and

internal and external interfaces as described in Sub-clause 3.2 and

Table |, and/or on specific specifications and requirements
technical fields;

of

rules for the mechanical structures according to the requirements
of modularity and usable space for the arrangement of piece parts

or assemblies:

Ci=nixmp

case two mounting pitches mp, and mp2 are inv dx.th l
formula applies:

Dmpliangf ISO\sta ds 1040, 3394 and IEC Guide 103.

-

3.2

Q(é\hxgzwpx\& Remarks Reason
C1 3 3 = 688\ Preferred is included in Table I of
< ﬂ§§\\\ IEC Publication 917
N
C2 43 x = 90 Not preferred is not included in Table I of
but allowed IEC Publication 917, but is a multiple
of the base pitch 0,5
Cz =55 = —Notallomed— |t s ot inciwded—m Table T of————
IEC Publication 917 and factor n is
not an integer
C4 = 5,602 x 300 = 1 650,6 { Not allowed is not included in Table I of
IgC Publication 917 and is not a mul-
tiple of the base pitch 0,5 and factor n
is not an integer

FIG. 6. - Co-ordination dimensions for
mounting equipment in a room.
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4.4 Considérations sur la grille avec référence a l'axe et d I'enveloppe

selon les paragraphes 7.1 et 7.2 de la Publication 917 de la CE/
I'implantation de piéces et d'ensembles d'infrastructure, il

Pour
convient de déterminer leur disposition par rapport a la grille modu-
La figure 7 montre une unité enfichable vue de dessus (voir

laire.
aussi figure 10).

Grille de raccordement (cablage, soudage, etc.)

Connecteur direct, référence a 'axe

| Fond de panier
— / / Ratéran e I’anunlnppo pnllr Lintorfacs 5
. L l . o——
- LT
- Grille mod
. axe
Y
N d
I'N
< 1] B v Référence a 'enveloppe pour l'interface du bac 3 cartes
—- AP
| . J %
'
\" T~ Panneau avant
Lignes de division de pas de montage servant de référgnce &
5x p\{ar exemple 'enveloppe pour les unités enfichables adjacentes
l 120/89
nfichable.

Référence a l'axe et a l'enveloppe sur une unité e

FIG. 7. -
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4.4 Grid considerations with axis and boundary references, according
to Sub-clauses 7.1 and 7.2 of IEC Publication 917

For the arrangement of equipment practice parts and assemblies it is
advisable to consider the location in the modular grid. Figure 7 gives
an example of a plug-in unit viewed from the top (see also Figure 10).

Termination grid (eg. wiring, soldering, etc.)

Direct connector, axis reference

. _m / / Back panel
. m 4 { Boundary reference for the interface to the ck
| |
. - —-J
Modular grid
« [N
ya
(N
I~
-
0 oundary reference for the interface to the subrack
T C g
Front panel
3 Mounting pitch lines as boundary reference
w t to adjacent plug-in units
120/89

FIG. 7. - Axis and boundary references on a plug-in unit.
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Dimensions de coordination internes typiques pour des infra-
structures électroniques

Exemples: figures 8 d 12

Ces exemples sont donnés pour présenter les dimensions caractéris-
tiques dans les trois dimensions d'un bac a cartes équipé d'une unité
enfichable.

Les dimensions de coordination, hauteur du bac H, largeur du bac W
et profondeur du bac D, sont les dimensions de coordination les plus
importantes, car elles sont déterminées par les interfaces avec l'enve-
loppe (batis, coffrets, etc.). La dimension de coordination largeur
utile du bac A, qui est en conformité avec la dimension de coordina-

tion C_, de la figure 5 est l'espace utilisé pour(le ntaqe d'unités
enfichables. .

Fond de panier \

1
l R Unité enfichable

|~

C—

121/89

Dimensions de coordination

hauteur du bac D = profondeur du bac

largeur du bac A = largeur utile du bac

FIG. 8. - Dimensions de coordination d'un bac a cartes.
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5.

Typical internal co-ordination dimensions for electronic equipment
practices

Examples: Figures 8 - 12

To define co-ordination dimensions of a presently typical subrack
and plug-in unit in all three directions as shown in Figures 8 - 12.

The co-ordination dimensions, H- subrack height, W subrack width
and D subrack depth, are the most important co-ordination dimensions
of a subrack, because they are determined by the interfaces to
enclosures (racks, cabinets, cases etc.). The co-ordination dimension,

A, SHD E ap H 7 OMPHS W c n-
sions C of Figure 5, as the aperture is used for the of
plug-in units.

Back panel

@ 7 : g-in upit

i
l

4
1\ ~— y )
=— A /
° .
<
N o
El N
/
=
- Subrack
[
Plug-in unit guide I
ck‘ |

! Horizontal members l

121/89

Co-ordination dimensions

Subrack height
Subrack width

Subrack depth

LN
n

Subrack aperture

FIG. 8. - Co-ordination dimensions of a subrack.
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Bac a cartes Circuitimprimé Traverse horizontale
Plan de référence

Guide carte
0 \ | ‘
13 . —
@ _-]{ —] H = hauteur du bac a cartes
@ H1 = hauteur utile du bac
@ a cartes
@ H2 = hauteur de guidage pour
® unités enfichables
@_. H3 = hauteur disponible pour
@ les composants
@ Ha = hauteur disponible pour
@ le connecteur
®
a
13 T /\(
1 <
: A8
X
% X
= — L1
£
[
(O = Multiplicateur n pour pas de ge P11 122/89
= 2,6 Multiplicateur n
(o
/\ =2 6 |12 [[18 | 24
ye* 150 | 300 || 450 | 600
H
(zé\ 120 | 240 || 360 | 480
}ir (AN 1\!\<pm1 =(n ~1) x 25 125 275 || 426 | 575
1 -
<\ E S (\'\‘\I\l/P'"l =(n-1) x 20 100 220 || 340 | 460
lg\r\ (r\>1)xpm1 - (nxpmz) =(n-1) x 26 - (4 x 2,6}| 115 265 || 415 | 565
AN
\Qz\ Ze (n—1)xpm1-(nxpmz)—(n-l)xzo-(‘le) 92 212 332 452
Ie(/ (n—l]xpm1 - (nxpmal =(n - 1) x 26 - (6 x 2,6}| 110 260 410 560
H
3 ‘B lh—.l.]xlﬂﬁl—lnx[ﬂ'ﬂzl—ln"LlXLU"lOXCI 88 208 328 448
1% [ tn-2)xpm = (n-2)x25 100 | 250 | 400 | 550
H
M 2® (h - 2) x pmy = (h - 2) x 20 80 200 220 | 440

Dimensions de coordination H & Hq

Dimensions de coordination H a H4 avec pas multiples et pas de montage
a déterminer de la maniére décrite dans ces exemples

FIG. 9. - Dimensions de coordination pour les hauteurs de bacs a
cartes et d'unités enfichables.


https://iecnorm.com/api/?name=43832ec119b1f2b0c07140715c4accae

